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(57)【要約】
【課題】ディスペンス、スタンピング、スクリーン印刷
方法等の持つ欠点を克服し、薄膜の接着層を安定して形
成することができる接着層の形成方法を提供する。
【解決手段】紫外線硬化型樹脂及び熱硬化性樹脂からな
る溶質と揮発性溶媒とを含んでなる接着性樹脂組成物で
あって、溶質の含有量が５～５０質量％であり、かつ、
前記樹脂組成物の２５℃における粘度が１００ｍＰａ・
ｓ以下である非接触塗布用樹脂組成物を、非接触型の塗
布装置を用いて、シリコンウェハ１上に塗布する塗布し
、溶媒を除去して接着層２ａとし、さらに紫外線を照射
する、接着層２ａの形成方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外線硬化型樹脂及び熱硬化性樹脂からなる溶質と、揮発性有機溶媒と、を含有する接
着性樹脂組成物であって、前記溶質の接着性樹脂組成物中における含有量が５～５０質量
％であり、かつ、前記接着性樹脂組成物の２５℃における粘度が１００ｍＰａ・ｓ以下で
あることを特徴とする非接触塗布用の接着性樹脂組成物。
【請求項２】
　前記熱硬化性樹脂が、固形エポキシ樹脂であることを特徴とする請求項１記載の非接触
塗布用の接着性樹脂組成物。
【請求項３】
　前記揮発性有機溶媒が、沸点１２０℃以上の溶媒であることを特徴とする請求項１又は
２記載の非接触塗布用の接着性樹脂組成物。
【請求項４】
　被接着面上に、非接触型の塗布装置を用いて、請求項１乃至３のいずれか１項記載の接
着性樹脂組成物を塗布する塗布工程と、
　前記塗布された接着性樹脂組成物から溶媒を除去する溶媒除去工程と、
　前記溶媒除去工程により得られた乾燥後の接着性樹脂組成物に紫外線を照射する紫外線
照射工程と、
　を有することを特徴とする接着層の形成方法。
【請求項５】
　被接着面上に、非接触型の塗布装置を用いて、請求項１乃至３のいずれか１項記載の接
着性樹脂組成物を塗布する塗布工程と、
　前記塗布された接着性樹脂組成物に紫外線を照射する紫外線照射工程と、
　前記紫外線照射により得られた接着性樹脂組成物から溶媒を除去する溶媒除去工程と、
　を有することを特徴とする接着層の形成方法。
【請求項６】
　前記接着層の厚さが２５μｍ以下であることを特徴とする請求項４又は５記載の接着層
の形成方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工業製品を製造する際の接着層を形成するのに用いる接着性樹脂組成物及び
それを用いた接着層の形成方法に係り、特に、半導体産業分野の基板・シリコンウェハ面
に接着層を形成するのに適した接着性樹脂組成物及び接着層の形成方法である。
【背景技術】
【０００２】
　被接着面上への接着層の形成は、接着剤を被接着面上に塗布することにより行われるが
、塗付の方法は、被接着面として何が用いられるか、用いる接着剤の種類等により適宜選
択されるものである。
【０００３】
　そして、従来、半導体製造分野における半導体基板への接着層の形成は、被接着面が半
導体基板であり薄く、製造する半導体チップのサイズが微細化しているため、ここで形成
する接着層も、細く、薄く形成することが求められ、これまで、例えば、ディスペンス、
スタンピング等の方法により行われて来た。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ディスペンス、スタンピング等の方法においては、接着層の厚さを数μ
ｍ程度の薄膜として形成することが困難であり、また、塗付量にもバラツキが生じ易く、
安定して均一な接着層を形成することが困難であった。
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【０００５】
　さらに、半導体チップの接着の用途には、フィルム状の接着剤も用いられているが、ハ
ンドリング性が求められる等の観点から、やはりある程度以上は薄くするのが困難で、薄
膜が出来ないし、コストも高くつく等の問題点があった。
【０００６】
　また、Ｂステージ型の接着剤層が形成できても、チップに反りがあった場合、マウント
時は平たん化しボイドが無く密着できても、接着剤がマウント・硬化時に加熱されるため
樹脂層が低粘度になり、チップの反りを押さえきれずボイドや剥離を生じることがあった
。
【０００７】
　そして、チップの個片に接着剤溶液を塗布する場合は、非接触塗布で塗布可能な粘度で
は乾燥時の液の流動により、外周部が盛り上がり、均一な厚みの接着剤層を得ることがで
きない。
【０００８】
　また、パターニングについては、スクリーン印刷方法も考えられるが、この場合、厚さ
が５μｍ程度の薄膜塗付は困難で、また、接着層形成の操作において、装置が接着層の形
成面に触れることから、基板がシリコンウェハ等の場合は、基板自体を破損してしまう危
険性が生じる等の問題点があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、このような各種の接着層の形成方法、即ち、ディスペンス、スタン
ピング、スクリーン印刷方法等の持つ欠点を克服し、また、チップのマウント時のボイド
・剥離等の発生を抑えるためのものである。特に、精密なパターニングが必要な、電子工
業分野、半導体産業分野で必要とされる、接着力の耐熱性、平坦性、タックフリー性、耐
湿信頼性、膜厚制御性、硬化時のボイドの発生、低価格、取り扱いの容易さ、等を克服し
た接着層の形成方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、鋭意検討を進めた結果、紫外線硬化型樹脂及び熱硬化性樹脂と、揮発性
有機溶媒と、を含有する接着性樹脂組成物であって、所定の配合、性質とすることにより
、これらの問題点を解消することができることを見出し、本発明を完成したものである。
【００１１】
　すなわち、本発明の接着性樹脂組成物は、紫外線硬化型樹脂及び熱硬化性樹脂からなる
溶質と、揮発性有機溶媒と、を含有する接着性樹脂組成物であって、前記溶質の接着性樹
脂組成物における含有量が５～５０質量％であり、かつ、前記樹脂組成物の２５℃におけ
る粘度が１００ｍＰａ・ｓ以下であることを特徴とするものである。
【００１２】
　本発明の接着層の形成方法は、被接着面上に、非接触型の塗布装置を用いて、本発明の
接着性樹脂組成物を塗布する塗布工程と、塗布された接着性樹脂組成物から溶媒を除去す
る溶媒除去工程と、溶媒除去工程により得られた乾燥後の接着性樹脂組成物に紫外線を照
射する紫外線照射工程と、を有することを特徴とするものである。
【００１３】
　また、本発明の他の接着層の形成方法は、被接着面上に、非接触型の塗布装置を用いて
、本発明の接着性樹脂組成物を塗布する塗布工程と、塗布された接着性樹脂組成物に紫外
線を照射する紫外線照射工程と、紫外線照射により得られた接着性樹脂組成物から溶媒を
除去する溶媒除去工程と、を有することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の接着性樹脂組成物及び接着層の形成方法によれば、所望の位置に接着層のパタ
ーニングを形成することができ、しかも接着層の厚さを従来できなかった薄層として形成
することができ、さらに接着層の厚さの制御を容易にすることができる。
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【００１５】
　また、これを電子工業分野、半導体産業分野等の精密なパターニングが求められる分野
に適用すれば、高度のパターニング性、優れた耐熱接着性、平坦性の確保、Ｂステージ化
によるタックフリー性、樹脂の耐湿信頼性、非接触塗布による自在な数ミクロンレベルの
膜厚制御と塗布制御、硬化時のボイドの防止、必要な低価格性、樹脂層の形成後の取り扱
いの容易さ等の産業用途に必要とされる優れた性質を付与しながら、接着層を形成するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の接着層の形成方法においては、まず、被接着面上に、熱硬化性樹脂及び紫外線
硬化型樹脂からなる溶質と揮発性有機溶媒とを含んでなる接着性樹脂溶液を、非接触型の
塗付装置を用いて選択的に塗付する塗付工程を行なう。
【００１７】
　この塗布工程において、被接着面は接着層を形成する面であり、接着する対象物として
は特に限定されるものではないが、本願において可能とした薄膜の接着層を均一に形成で
きるという利点を生かし、この方法に好適なものとしては、半導体装置の製造等に用いら
れるシリコンウェハの半導体基板等が挙げられる。
【００１８】
　本発明に用いる非接触型の塗布装置は、接着層を形成する被接着面に対して、非接触で
接着層を形成することができるものであれば、特に限定されずに用いることができるが、
定量吐出性、吐出精度等を考慮すると、印刷機で用いられるインクジェット装置、ジェッ
トディスペンサ等が挙げられ、インクジェット装置であることが好ましい。
【００１９】
　このような非接触型の塗付装置を用いることで、被接着面上の接着性樹脂組成物のパタ
ーニングは、接着層を設ける位置を定め、その位置に接着性樹脂溶液を選択的に吐出して
塗付を行なうことで所望の形状に接着層を形成することができる。
【００２０】
　このとき用いるインクジェット装置は、例えば、その接着性樹脂溶液を吐出する吐出ノ
ズルにおける吐出口が微細な樹脂層のパターニングを形成できるようになっているが、そ
のため、吐出する溶液の性質によっては目詰まりをすぐに起こしてしまう可能性があり、
効率よく接着層を形成するためには注意しなければならない。
【００２１】
　このとき用いる本発明の接着性樹脂組成物は、熱硬化性樹脂と紫外線硬化型樹脂からな
る溶質と、揮発性有機溶媒とからなるものであり、その接着性樹脂組成物中の溶質の含有
量が、５～５０質量％であり、かつ、該接着剤組成物の粘度が１００ｍＰａ・ｓ以下であ
ることを特徴とする接着性樹脂組成物である。すなわち、樹脂からなる高分子固形分が揮
発性溶媒に溶け込んだ溶液状となっているものである。
【００２２】
　ここで本発明に用いる熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、
シリコーン樹脂等いずれの熱硬化性樹脂を用いることが可能であり、特に限定されないが
、接着性・耐熱性等から、エポキシ樹脂、アクリル樹脂系の熱硬化性樹脂が好ましい。さ
らに好ましいのは常温で固形の樹脂である。
【００２３】
　以下、熱硬化性樹脂成分としてエポキシ樹脂組成物を用いる場合を例に説明する。この
とき接着性樹脂組成物は、例えば、エポキシ樹脂、エポキシ用硬化剤、硬化促進剤、シラ
ンカップリング剤等を構成成分としてなるものである。
【００２４】
　ここで、エポキシ樹脂としては、１分子中に２個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹
脂、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ノボ
ラック型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、グリシジルエーテル型エポキシ樹脂
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、脂環式エポキシ樹脂、複素環型エポキシ樹脂等のエポキシ樹脂を使用することができる
。
【００２５】
　また、エポキシ用硬化剤としては、通常、エポキシ樹脂の硬化に使用されている化合物
であれば特に制限なく使用でき、例えば、アミン硬化系としては、ジシアンジアミド、芳
香族ジアミン等が挙げられ、フェノール硬化系としてはフェノールノボラック樹脂、クレ
ゾールノボラック樹脂、ビスフェノールＡ型ノボラック樹脂、トリアジン変性フェノール
ノボラック樹脂等が挙げられ、これらは単独又は２種以上混合して使用することができる
。
【００２６】
　また、エポキシ用の硬化促進剤としては、通常、エポキシ樹脂の硬化促進剤に使用され
ているものが使用でき、２－エチル－４－メチルイミダゾール、１－ベンジル－２－メチ
ルイミダゾール等のイミダゾール化合物、三フッ化ホウ素アミン錯体、トリフェニルホス
フィン等が挙げられる。これらの硬化促進剤は単独又は２種以上混合して使用することが
できる。
【００２７】
　そして、シランカップリング剤としては、エポキシシラン、アクリルシラン等のシラン
カップリング剤が挙げられ、これらは単独又は２種以上混合して使用することができる。
【００２８】
　このとき、エポキシ樹脂１００質量部に対して、硬化剤を２～５０質量部、硬化促進剤
を０．０１～５質量部、シランカップリング剤を０．２～３質量部配合することが好まし
い。
【００２９】
　また、本発明に用いる紫外線硬化型樹脂としては、エポキシアクリレート樹脂、ウレタ
ンアクリレート樹脂、ビニルエステル樹脂等の二重結合を持った樹脂を使用することがで
きる。このとき、例えば、光重合性モノマー、光重合開始剤等を樹脂組成物の構成成分と
して用いるものである。
【００３０】
　ここで、本発明に使用することができる光重合性モノマーとしては、２－ヒドロキシエ
チル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート等のヒドロキ
シアルキル（メタ）アクリレート類、エチレングリコール、メトキシテトラエチレングリ
コール、ポリエチレングリコール等のグリコールのモノ又はジ（メタ）アクリレート類、
Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド等の
（メタ）アクリルアミド類、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート等のア
ミノアルキル（メタ）アクリレート類、ヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、ペ
ンタエリスリトール、ジトリメチロールプロパン、ジペンタエリスリトール、トリス－ヒ
ドロキシエチルイソシアヌレート等の多価アルコール、これらのエチレンオキサイド又は
プロピレンオキサイド付加物の多価（メタ）アクリレート類、フェノキシメチル（メタ）
アクリレート、ビスフェノールＡのポリエトキシジ（メタ）アクリレート等のフェノール
類のエチレンオキサイド又はプロピレンオキサイド付加物の多価（メタ）アクリレート類
、グリセリンジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、
トリグリシジルイソシアヌレート等のグリシジルエーテルの（メタ）アクリレート類、カ
プロラクトン変性トリス（アクリロキシエチル）イソシアヌレート等のε－カプロラクト
ン変性（メタ）アクリレート類、メラミン（メタ）アクリレート等が挙げられる。このと
き、これら光重合性モノマーは希釈剤となり、これらは単独又は２種以上の混合物として
用いることができる。
【００３１】
　また、本発明に用いる光重合開始剤は、紫外線等の活性光線の照射により活性ラジカル
を発生する活性ラジカル発生剤、増感剤等の公知慣用の光重合開始剤であり、例えば、活
性ラジカル発生剤としては、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソプ
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ロピルエーテル等のベンゾイン類、アセトフェノン、２，２－ジメトキシ－２－フェニル
アセトフェノン、２，２－ジエトキシ－２－フェニルアセトフェノン、１，１－ジクロロ
アセトフェノン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－［４
－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプロパン－１－オン、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミノアセトフェノン等のアセトフェノン類、２－メチルアントラキノン、２－エチルア
ントラキノン、２－ｔ－ブチルアントラキノン、１－クロロアントラキノン、２－アミル
アントラキノン、２－アミノアントラキノン等のアントラキノン類、２，４－ジメチルチ
オキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２－クロロチオキサントン、２－イソ
プロピルチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサントン等のチオキサントン類
、アセトフェノンジメチルケタール、ベンジルジメチルケタール等のケタール類、ベンゾ
フェノン、メチルベンゾフェノン、４，４´－ジクロロベンゾフェノン、４，４´－ビス
ジエチルアミノベンゾフェノン、ミヒラーズケトン、４－ベンゾイル－４´－メチルジフ
ェニルサルファイド等のベンゾフェノン類、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニ
ルホスフィンオキサイド等が挙げられ、これらは単独又は２種以上を組み合わせて用いる
ことができる。
【００３２】
　さらに、この光重合開始剤としては、Ｎ，Ｎ´－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステ
ル、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル、ペンチル－４－ジメチルアミ
ノベンゾエート、トリエチルアミン、トリエタノールアミン等の三級アミン類のような光
増感剤を単独又は２種以上組み合わせて用いることができる。
【００３３】
　このとき、紫外線硬化型樹脂　１００質量部に対して、光重合性モノマーを１～１００
質量部、光重合開始剤を１～６０質量部配合することが好ましい。
【００３４】
　本発明は、熱硬化性樹脂と紫外線硬化型樹脂とを併用することを必須とするものである
から、上記したような熱硬化性樹脂成分と紫外線硬化型樹脂成分とを混合して接着性の樹
脂組成物とするものである。
【００３５】
　このとき、熱硬化性樹脂と紫外線硬化型樹脂の配合割合としては、熱硬化性樹脂：紫外
線硬化型樹脂の質量比が、１００：１０～１００：１２０の範囲であることが好ましい。
この範囲を外れ、例えば、熱硬化性樹脂の割合が多くなってしまうと溶融粘度が低くなり
チップの反りを抑えきれなくなり、そして逆に、紫外線硬化型樹脂の割合が多くなってし
まうと接着剤としての接着力が低くなるというような不都合が生じてしまう。
【００３６】
　また、このように本発明で用いられる接着性の樹脂成分を溶解する溶媒としては、接着
性樹脂成分を溶解できるものであれば、特に限定されずに用いることができるが、非接触
型の塗付装置を用いる際の、接着性樹脂溶液を吐出する吐出ノズルが詰まらないように、
沸点１２０℃以上の溶剤であることが望ましい。
【００３７】
　具体的な溶剤としては、ジグライム、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ
ート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエ
ーテルアセテート、３－エトキシプロピオン酸エチル、γ－ブチルラクトン等が挙げられ
、これらは単独又は２種以上混合して使用することができる。
【００３８】
　ここで、溶媒に樹脂成分を溶解させた接着性樹脂溶液は、非接触型の塗付装置から吐出
させる際に、微細な吐出ノズルにより所望の位置に接着性樹脂溶液を形成するようにする
ものであり、吐出ノズルにおいてノズルの目詰まりを生じさせないように、２５℃におけ
る粘度を１００ｍＰａ・ｓ以下とすること、特に、５～５０ｍＰａ・ｓの範囲にすること
が好ましい。本明細書における粘度は、２５℃においてＢ型回転粘度計で測定したもので
ある。



(7) JP 2010-37456 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

【００３９】
　この粘度は、接着性樹脂溶液中の溶媒と溶質の量により調整することができるが、接着
性樹脂溶液中の溶質の含有量が５～５０質量％であることが好ましい。５質量％未満であ
ると接着層形成の塗布量が多くなり、また乾燥時間も余計にかかるようになってしまい、
５０質量％を超えると粘度が十分に下げられなくなってしまう。
【００４０】
　次に、溶媒除去工程により、塗付工程により被接着面上にパターニングされた接着性樹
脂溶液から、そこに含まれる溶媒を除去して接着層を形成する。ここで、接着性樹脂溶液
から溶媒を除去するが、ここで用いている溶媒は揮発性の溶媒であるため、加熱すること
により容易に除去することができる。
【００４１】
　加熱の方法は、含まれる揮発性溶媒が揮発して、接着性樹脂溶液から除去されればよく
、例えば、周囲から熱を加えたり、被接着面自体から熱を加えたりして溶媒を揮発させて
あげればよい。接着面自体、例えば、ウェハ自体を加熱しておくことにより塗布を行なっ
た直後から溶媒除去が始まり、効率よく接着層を形成することもできる。
【００４２】
　このように溶媒から揮発性溶媒が除去され接着層が形成されるが、このとき、接着層は
、さらにこの被接着面を他の接着面と合わせて接合するものであるから、その機能を発揮
できる状態にすればよく、この溶媒除去工程においては、完全に溶媒を除去して樹脂を硬
化させるものではなく、接着層の樹脂をＢステージ状態で留めるものである。
【００４３】
　このとき、加熱温度は、例えば、４０～１５０℃であることが好ましく、６０～１２０
℃であることが特に好ましい。ここで溶媒除去工程においては、用いる接着性溶媒の性質
によっても異なるが、一般的には、６０～１２０℃の温度で１～６０分間加熱することに
より接着層の形成を達成することができる。
【００４４】
　また、本発明における紫外線照射工程は、上記した溶媒除去工程を終えた接着層に紫外
線を照射するか、溶媒除去工程に先立って、まずは紫外線照射工程を行い、次いで溶媒除
去工程を行って接着層を形成する、いずれの方法によっても良い。
【００４５】
　この紫外線照射工程は、塗布された接着層に、公知の手法により紫外線を照射すればよ
く、ここで用いる光源には、特に制限はなく、この種の紫外線照射に用いられる超高圧水
銀ランプ、水銀キセノンランプ、メタルハライドランプ等が使用できる。
【００４６】
　そして、上記したように紫外線の照射は、接着層を形成する工程において、乾燥の前後
いずれの段階において行っても良く、例えば、乾燥の後に紫外線照射を行う場合を図１に
、乾燥前に紫外線照射を行う場合を図２に、それぞれ操作を模式的に示したので、それぞ
れ半導体チップを形成する場合を例に簡単に説明する。
【００４７】
　乾燥後に紫外線照射を行う場合の操作は、まず、被接着面であるシリコン基板１上に接
着性樹脂組成物を塗布して接着層２を形成し（図１（ａ））、これを加熱して乾燥させる
（図１（ｂ））。次に、乾燥した接着層２にダイシングテープ３を貼り合わせ（図１（ｃ
））、ダイシングソー４により切断した後、ダイシングテープ３側から紫外線を照射する
ことで紫外線硬化成分を架橋させて、接着層２の強度及び溶融粘度を上昇させて、接着層
を有する半導体チップが得られる（図１（ｄ））。
【００４８】
　また、乾燥前に紫外線照射を行う場合の操作は、まず、シリコンウェハが保護テープ５
に貼着された状態で、まず切断されて半導体チップが形成され、この半導体チップの個々
の表面に接着性樹脂組成物を塗布し接着層２を形成する（図２（ａ））。形成された接着
層２に紫外線を照射することで紫外線硬化成分を架橋させて、接着層の粘度を上昇させた
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後（図２（ｂ））、加熱して乾燥させることにより溶媒を除去し、接着層を有する半導体
チップが得られる（図２（ｃ））。この紫外線照射を行った後に、溶媒除去を行う方法は
、乾燥後の高さが均一で、かつ、平坦な接着層を形成するのに適している。
【００４９】
　この接着層の形成においては、塗布を一回のみ行い、接着層を一層で設けても良いが、
これを間歇吐出することで繰り返し接着層を形成し、最終的には積層された接着層として
一つの接着層を形成するようにしても良い。このように繰り返し接着層を形成する場合に
は、所望の厚さになるまで、この操作を繰り返し行なうようにすればよく、厚さの調整を
繰り返し回数により容易に制御することができる。
【００５０】
　このようにして形成した接着層は、最終的には圧着加熱することにより半導体チップ等
の被接着物を接着固定するのに用いられる。このとき、例えば、０．５～２０Ｎの圧力を
加え、６０～１７０℃に加熱しながら行うことが好ましい。
【実施例】
【００５１】
　以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。
【００５２】
（実施例１）
　薄層の接着剤層を形成するために、インクジェット装置（ピエゾ式、ノズル径４０μｍ
φ、ノズル間隔０．４ｍｍ）を用い、２００ｍｍ径で厚み１００μｍのウェハを、裏面を
上にして温度を２３℃（室温）にした塗付ステージにセットした。
【００５３】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、紫外線硬化型樹脂としてＶＲ－６０（昭和高
分子株式会社製、商品名；ビニルエステル樹脂）６０質量部、光重合性モノマーとしてト
リメチロールプロパントリアクリレート（新中村化学株式会社製、商品名：Ａ－ＴＭＰＴ
）３０質量部、光重合開始剤としてイルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカ
ルズ株式会社製、商品名）１０質量部、熱硬化性樹脂としてＥＯＣＮ１０３Ｓ（日本化薬
株式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、エポキシ樹脂硬化剤としてＢＲＧ５
５６（昭和高分子株式会社製、商品名；フェノール樹脂硬化剤）４０質量部、シランカッ
プリング剤としてＫＢＭ４０３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化促進
剤として２Ｅ４ＭＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてプロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテート（協和発酵ケミカル株式会社製）５００質量部を
混合し、６０℃で加熱溶解して作成した。こうして得られたＢステージ型接着性樹脂溶液
は、その２５℃における粘度が２０ｍＰａ・ｓであり、樹脂分が３２．６質量％であった
。
【００５４】
　この接着性樹脂溶液をインクジェット装置で、２００ｍｍウェハの形状に沿って塗布し
た。その塗布したウェハを１００℃で１時間乾燥させた後で、膜厚測定を行なったところ
、膜厚は８．０μｍであった。この塗布したウェハをダイシングテープ（電気化学工業株
式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、１０ｍｍ角にダイシングし、ダイシ
ングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）後ピックアップしマウントに用いた。ピ
ックアップ時にチップ裏面を確認したが、接着剤層のダイシングテープへの転写はみられ
なかった。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に、そのチ
ップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した。硬化後
、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８ｍｍ厚に
封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示すが、接
着剤のはみ出し、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験ともに問
題がなかった。
【００５５】
（実施例２）
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　薄層の接着剤層を形成するために、実施例１と同じインクジェット装置を用い、２００
ｍｍ径で厚み１００μｍのウェハを、裏面を上にして温度を２３℃（室温）にした塗付ス
テージにセットした。
【００５６】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、紫外線硬化型樹脂としてＶＲ－６０（昭和高
分子株式会社製、商品名；ビニルエステル樹脂）５０質量部、光重合性モノマーとしてト
リメチロールプロパントリアクリレート（新中村化学株式会社製、商品：Ａ－ＴＭＰＴ）
４０質量部、光重合開始剤としてイルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカル
ズ株式会社製、商品名）３０質量部、熱硬化性樹脂としてＪＥＲ１００２（日本エポキシ
株式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、エポキシ樹脂硬化剤としてＢＲＧ５
５６（昭和高分子株式会社製、商品名；フェノール樹脂硬化剤）４０質量部、シランカッ
プリング剤としてＫＢＭ４０３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化促進
剤として２Ｅ４ＭＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてプロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテート（協和発酵ケミカル株式会社製）５００質量部を
混合し、６０℃で加熱溶解して作成した。こうして得られたＢステージ型接着性樹脂溶液
は、その２５℃における粘度が１９ｍＰａ・ｓであり、樹脂分が３１．６質量％であった
。
【００５７】
　この接着性樹脂溶液をインクジェット装置で、２００ｍｍウェハの形状に沿って塗布し
た。その塗布したウェハを１００℃で１時間乾燥させた後で、膜厚測定を行なったところ
、膜厚は７．７μｍであった。この塗布したウェハをダイシングテープ（電気化学工業株
式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、１０ｍｍ角にダイシングし、ダイシ
ングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）後ピックアップしマウントに用いた。ピ
ックアップ時にチップ裏面を確認したが、接着剤層のダイシングテープへの転写はみられ
なかった。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に、そのチ
ップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した。硬化後
、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８ｍｍ厚に
封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示すが、接
着剤のはみ出し、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験ともに問
題がなかった。
【００５８】
（実施例３）
　薄層の接着剤層を形成するために、実施例１と同じインクジェット装置を用い、２００
ｍｍ径で厚み１００μｍのウェハを、裏面を上にして温度を２３℃（室温）にした塗付ス
テージにセットした。
【００５９】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、紫外線硬化型樹脂としてＥＡ１０２０（新中
村化学株式会社製、商品名；アクリレート樹脂）６０質量部、光重合性モノマーとしてト
リメチロールプロパントリアクリレート（新中村化学株式会社製、商品名：Ａ－ＴＭＰＴ
）３０質量部、光重合開始剤としてイルガキュア９０７（チバ・スペシャリティ・ケミカ
ルズ株式会社製、商品名）１５量部、熱硬化性樹脂としてＪＥＲ１００２（日本エポキシ
株式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、硬化剤としてＣＵＥ－４（イハラケ
ミカル株式会社製、商品名；芳香族ジアミン硬化剤）２０質量部、シランカップリング剤
としてＫＢＭ４０３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化促進剤として１
Ｂ２ＰＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてプロピレングリコールモ
ノメチルエーテルアセテート（協和発酵ケミカル株式会社製）６００質量部を混合し、６
０℃で加熱溶解して作成した。こうして得られたＢステージ型接着性樹脂溶液は、その２
５℃における粘度が１８ｍＰａ・ｓであり、樹脂分が３１．２質量％であった。
【００６０】
　この接着性樹脂溶液をインクジェット装置で、２００ｍｍウェハの形状に沿って塗布し
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た。その塗布したウェハを１００℃で１時間乾燥させた後で、膜厚測定を行なったところ
、膜厚は７．０μｍであった。この塗布したウェハをダイシングテープ（電気化学工業株
式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、１０ｍｍ角にダイシングし、ダイシ
ングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍｊ）後ピックアップしマウントに用いた。ピ
ックアップ時にチップ裏面を確認したが、接着剤層のダイシングテープへの転写はみられ
なかった。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に、そのチ
ップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した。硬化後
、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８ｍｍ厚に
封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示すが、接
着剤のはみ出し、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験ともに問
題がなかった。
【００６１】
（実施例４）
　薄層の接着剤層を形成するために、ジェットディスペンサ装置（武蔵エンジニアリング
株式会社製、商品名：ＭＪＴ－２Ｔ）を用い、２００ｍｍ径で厚み１００μｍのウェハを
、裏面を上にして温度を２３℃（室温）にした塗付ステージにセットした。
【００６２】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、紫外線硬化型樹脂としてＶＲ－６０（昭和高
分子株式会社製、商品名；ビニルエステル樹脂）６０質量部、光重合性モノマーとしてト
リメチロールプロパントリアクリレート（新中村化学株式会社製、商品：Ａ－ＴＭＰＴ）
３０質量部、光重合開始剤としてイルガキュア１８４（チバ・スペシャリティ・ケミカル
ズ株式会社製、商品名）１５質量部、熱硬化性樹脂としてＥＣＯＮ１０３Ｓ（日本化薬株
式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、エポキシ樹脂硬化剤としてＣＵＥ－４
（イハラケミカル株式会社製、商品名；芳香族ジアミン）２０質量部、シランカップリン
グ剤としてＫＢＭ１００３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化促進剤と
して２Ｅ４ＭＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてガンマブチロラク
トン（三菱化学株式会社製）３５０質量部を混合し、６０℃で加熱溶解して作成した。こ
うして得られたＢステージ型接着性樹脂溶液は、その２５℃における粘度が４５ｍＰａ・
ｓであり、樹脂分が３８．６質量％であった。
【００６３】
　この接着性樹脂溶液をジェットディスペンサ装置で、２００ｍｍウェハの形状に沿って
塗布した。その塗布したウェハを１００℃で１時間乾燥させた後で、膜厚測定を行なった
ところ、膜厚は４．０μｍであった。この塗布したウェハをダイシングテープ（電気化学
工業株式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、１０ｍｍ角にダイシングし、
ダイシングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）後ピックアップしマウントに用い
た。ピックアップ時にチップ裏面を確認したが、接着剤層のダイシングテープへの転写は
みられなかった。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に、
そのチップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した。
硬化後、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８ｍ
ｍ厚に封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示す
が、接着剤のはみ出し、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験と
もに問題がなかった。
【００６４】
（実施例５）
　薄層の接着剤層を形成するために、実施例１と同じインクジェット装置を用い、２００
ｍｍ径で、１０ｍｍ角にダイシング済みの厚み５０μｍのウェハ（ラップテープ付）を、
裏面を上にして塗付ステージにセットした。
【００６５】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、紫外線硬化型樹脂としてＶＲ－６０（昭和高
分子株式会社製、商品名；ビニルエステル樹脂）６０質量部、光重合性モノマーとしてペ
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ンタエリスリトールトリアクリレート（新中村化学株式会社製、商品：Ａ－ＴＭＭ－３）
３０質量部、光重合開始剤としてイルガキュア１８４（チバ・スペシャリティ・ケミカル
ズ株式会社製、商品名）１５質量部、熱硬化性樹脂としてＥＣＯＮ１０３Ｓ（日本化薬株
式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、エポキシ樹脂硬化剤としてＣＵＥ－４
（イハラケミカル株式会社製、商品名；芳香族ジアミン）２０質量部、シランカップリン
グ剤としてＫＢＭ１００３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化促進剤と
して２Ｅ４ＭＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてガンマブチロラク
トン（三菱化学株式会社製）６００質量部を混合し、６０℃で加熱溶解して作成した。こ
うして得られたＢステージ型接着性樹脂溶液は、その２５℃における粘度が２２ｍＰａ・
ｓであり、樹脂分が３１．１質量％であった。
【００６６】
　この接着性樹脂溶液をインクジェット装置で、ダイシングされたチップの形状に沿って
塗布した。その塗布した樹脂溶液の乾燥前にウェハ全体にＵＶ照射（６００ｍＪ）を行い
、ウェハを１００℃で１時間乾燥させて膜厚測定を行なったところ、膜厚は５．０μｍで
あった。このとき厚みバラつきは最大０．１μｍであった。この塗布したウェハをダイシ
ングテープ（電気化学工業株式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、ダイシ
ングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）後、ピックアップしマウントに用いた。
ピックアップ時にチップ裏面を確認したが、接着剤層のダイシングテープへの転写はみら
れなかった。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に、その
チップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した。硬化
後、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８ｍｍ厚
に封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示すが、
接着剤のはみ出し、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験ともに
問題がなかった。
【００６７】
（実施例６）
　薄層の接着剤層を形成するために、実施例４と同じジェットディスペンサ装置を用い、
２００ｍｍ径で、１０ｍｍ角にダイシング済みの厚み５０μｍのウェハ（ラップテープ付
）を、裏面を上にして塗付ステージにセットした。
【００６８】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、紫外線硬化型樹脂としてＥＡ１０２０（新中
村化学株式会社製、商品名；アクリレート樹脂）６０質量部、光重合性モノマーとしてペ
ンタエリスリトールトリアクリレート（新中村化学株式会社製、商品名：Ａ－ＴＭＭ－３
）３０質量部、光重合開始剤としてイルガキュア１８４（チバ・スペシャリティ・ケミカ
ルズ株式会社製、商品名）１５量部、熱硬化性樹脂としてＪＥＲ１００２（日本エポキシ
株式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、硬化剤としてＢＲＧ５５６（昭和高
分子株式会社製、商品名；フェノール樹脂硬化剤）３５質量部、シランカップリング剤と
してＫＢＭ４０３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化促進剤として２Ｅ
４ＭＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてプロピレングリコールモノ
メチルエーテルアセテート（協和発酵ケミカル株式会社製）４００質量部を混合し、６０
℃で加熱溶解して作成した。こうして得られたＢステージ型接着性樹脂溶液は、その２５
℃における粘度が２０ｍＰａ・ｓであり、樹脂分が３３．０質量％であった。
【００６９】
　この接着性樹脂溶液をジェットディスペンサ装置で、ダイシングされたチップの形状に
沿って塗布した。その塗布した樹脂溶液の乾燥前にウェハ全体にＵＶ照射（６００ｍＪ）
を行い、ウェハを１００℃で１時間乾燥させて膜厚測定を行なったところ、膜厚は５．０
μｍであった。このとき厚みバラつきは最大０．１μｍであった。この塗布したウェハを
ダイシングテープ（電気化学工業株式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、
ダイシングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）後、ピックアップしマウントに用
いた。ピックアップ時にチップ裏面を確認したが、接着剤層のダイシングテープへの転写
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はみられなかった。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に
、そのチップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した
。硬化後、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８
ｍｍ厚に封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示
すが、接着剤のはみ出し、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験
ともに問題がなかった。
【００７０】
（比較例１）
　薄層の接着剤層を形成するために、実施例１と同じインクジェット装置を用い、２００
ｍｍ径で厚み１００μｍのウェハを、裏面を上にして温度を２３℃（室温）にした塗付ス
テージにセットした。
【００７１】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、熱硬化性樹脂としてＥＯＣＮ１０３Ｓ（日本
化薬株式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、エポキシ樹脂硬化剤としてＢＲ
Ｇ５５６（昭和高分子株式会社製、商品名；フェノール樹脂硬化剤）４０質量部、シラン
カップリング剤としてＫＢＭ４０３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化
促進剤として２Ｅ４ＭＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてプロピレ
ングリコールモノメチルエーテルアセテート（協和発酵ケミカル株式会社製）３００質量
部を混合し、６０℃で加熱溶解して作成した。こうして得られたＢステージ型接着性樹脂
溶液は、その２５℃における粘度が２１ｍＰａ・ｓであり、樹脂分が３２．０質量％であ
った。
【００７２】
　この接着性樹脂溶液をインクジェット装置で、２００ｍｍウェハの形状に沿って塗布し
た。その塗布したウェハを１００℃で１時間乾燥させた後で、膜厚測定を行なったところ
、膜厚は８．０μｍであった。この塗布したウェハをダイシングテープ（電気化学工業株
式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、１０ｍｍ角にダイシングし、ダイシ
ングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）してピックアップしマウントに用いた。
ピックアップ時にチップ裏面を確認したところ、接着剤層のダイシングテープへの転写が
みられた。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に、そのチ
ップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した。硬化後
、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８ｍｍ厚に
封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示すが、接
着剤のはみ出しがみられ、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験
後に剥離もみられた。
【００７３】
（比較例２）
　薄層の接着剤層を形成するために、実施例１と同じインクジェット装置を用い、２００
ｍｍ径で厚み１００μｍのウェハを、裏面を上にして温度を２３℃（室温）にした塗付ス
テージにセットした。
【００７４】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、熱硬化性樹脂としてＪＥＲ１００２（日本エ
ポキシ株式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、エポキシ樹脂硬化剤としてＣ
ＵＥ－４（イハラケミカル株式会社製、商品名；芳香族ジアミン硬化剤）１２質量部、シ
ランカップリング剤としてＫＢＭ４０３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、
硬化促進剤として１Ｂ２ＰＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてプロ
ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（協和発酵ケミカル株式会社製）２２０
質量部を混合し、６０℃で加熱溶解して作成した。こうして得られたＢステージ型接着性
樹脂溶液は、その２５℃における粘度が２４ｍＰａ・ｓであり、樹脂分が３４．０質量％
であった。
【００７５】
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　この接着性樹脂溶液をインクジェット装置で、２００ｍｍウェハの形状に沿って塗布し
た。その塗布したウェハを１００℃で１時間乾燥させた後で、膜厚測定を行なったところ
、膜厚は８．０μｍであった。この塗布したウェハをダイシングテープ（電気化学工業株
式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、１０ｍｍ角にダイシングし、ダイシ
ングテープ・接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）してピックアップしマウントに用いた。
ピックアップ時にチップ裏面を確認したところ、接着剤層のダイシングテープへの転写が
みられた。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上に、そのチ
ップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化した。硬化後
、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．８ｍｍ厚に
封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に示すが、接
着剤のはみ出しがみられ、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験
後に剥離もみられた。
【００７６】
（比較例３）
　薄層の接着剤層を形成するために、実施例１と同じインクジェット装置を用い、２００
ｍｍ径で、１０ｍｍ角にダイシング済みの厚み５０μｍのウェハ（ラップテープ付）を、
裏面を上にして塗付ステージにセットした。
【００７７】
　塗付するＢステージ型接着性樹脂溶液は、熱硬化性樹脂としてＥＣＯＮ１０３Ｓ（日本
化薬株式会社製、商品名；エポキシ樹脂）１００質量部、エポキシ樹脂硬化剤としてＣＵ
Ｅ－４（イハラケミカル株式会社製、商品名；芳香族ジアミン）２０質量部、シランカッ
プリング剤としてＫＢＭ１００３（信越化学工業株式会社製、商品名）１質量部、硬化促
進剤として２Ｅ４ＭＺ（四国化成工業株式会社製）０．４質量部、溶剤としてガンマブチ
ロラクトン（三菱化学株式会社製）２５０質量部を混合し、６０℃で加熱溶解して作成し
た。こうして得られたＢステージ型接着性樹脂溶液は、その２５℃における粘度が１８ｍ
Ｐａ・ｓであり、樹脂分が３２．７質量％であった。
【００７８】
　この接着性樹脂溶液をインクジェット装置で、ダイシングされたチップの形状に沿って
塗布した。その塗布したウェハを１００℃で１時間乾燥させて膜厚測定を行なったところ
、平均膜厚は７．０μｍであった。このときチップの外周部が他の部分より厚くなってお
り、厚みバラつきは最大１．５μｍであった。この塗布したウェハをダイシングテープ（
電気化学工業株式会社製、商品名：ＵＨＰ－１１０８）に貼り付け、ダイシングテープ・
接着剤層にＵＶ照射（３００ｍＪ）後、ピックアップしマウントに用いた。ピックアップ
時にチップ裏面を確認したところ、接着剤層のダイシングテープへの転写がみられ、接着
層の一部が欠落した。チップをピックアップ後、０．３ｍｍ厚みの有機パッケージ基板上
に、そのチップを１５０℃に加熱して２段に５Ｎで圧着積層し、１５０℃で１時間硬化し
た。硬化後、封止材料のＫＥ－Ｇ１２５０（京セラケミカル株式会社製、商品名）で０．
８ｍｍ厚に封止し、１７５℃で８時間硬化後、吸湿リフロー試験を行った。結果を表１に
示すが、接着剤のはみ出しが見られた。また、ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０
℃でのリフロー試験を行ったが、接着層で剥離、ボイドがみられた。
【００７９】
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【表１】

【００８０】
＊１　吐出性：接着性樹脂溶液の吐出性について評価した。
　○：連続吐出が可能であった、×：オリフィスが詰まることがあり、均一吐出ができな
かった
＊２　接着層の転写：ダイシングテープへの転写の有無を評価した。
　○：転写なし、×：転写あり
＊３　接着面のボイド：接着層の接着面にボイドが生じているか評価した。
　○：ボイドなし、×：スタック硬化後ボイド・剥離あり
＊４　樹脂のはみ出し：被接着面を接着したときの端部からの樹脂のはみ出した長さを測
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定し、次の基準により評価した。
　○：１５０μｍ未満、×：１５０μｍ以上
＊５　リフロー信頼性：ＪＥＤＥＣレベル３の吸湿処理後の２６０℃でのリフロー試験後
の、クラックの有無を外観検査により、剥離の有無を超音波深傷機でチップと封止材界面
を観察した。
【００８１】
　本発明によれば、精密なパターニングが要求される電子工業分野、半導体産業分野等で
必要とされるところの、高度のパターニング性、平坦性の確保、樹脂の耐湿信頼性、膜厚
制御と塗布制御、硬化時のボイド発生の防止、低価格性、固形接着剤層化によるタックフ
リー性等を満たしながら接着層を形成することができ、それを可能とする接着性樹脂溶液
を提供することができる。したがって、本発明は産業上、非常なる有用性を有するもので
ある。
【００８２】
　また、この接着層の形成方法及び接着性樹脂溶液を用いれば、従来フィルム状の接着剤
を使用していた半導体チップの積層等の分野に、より薄くかつ低コストで適用することが
でき、また、半導体の裏面だけでなく、基板面や表面層等にも塗付が可能であり、半導体
の組立工程の自由度を増すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明による接着層の形成方法を示した図である。
【図２】本発明による他の接着層の形成方法を示した図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１…シリコンウェハ、２…接着層、２ａ…乾燥後の接着層、３…ダイシングテープ、４
…ダイシングソー、５…保護テープ
【図１】 【図２】
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